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Beschreibung

[0001] Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren
zum Anpressen eines Poliertuchs zur Verwendung beim
Polieren einer Halbleiterscheibe.

[0002] Die CMP (chemisch-mechanische Politur) ist
eine Einseiten-Politur, die tiblicherweise dazu verwendet
wird, um die Rauigkeit der Vorderseite einer Halbleiter-
scheibe zu reduzieren. Sie wird daher auch als Glanz-
politur (engl. "mirror polishing") bezeichnet. Wahrend der
CMP wird die Halbleiterscheibe mit der zu polierenden
Seite von einem sich drehenden Polierkopf gegen ein
sich drehendes Poliertuch gedriickt und in Gegenwart
eines zugefiihrten Poliermittels geglattet. Dies ist bei-
spielsweise in der US 5,916,016 A beschrieben.

[0003] Das Doppelseiten-Polieren (DSP) ist ein Ver-
fahren aus der Gruppe der chemomechanischen Bear-
beitungsschritte. Gemal einer in der Patentschrift EP
0208315 B1 beschriebenen Ausfiihrungsform werden
Halbleiterscheiben in Lauferscheiben aus Metall oder
Kunststoff, die Giber geeignet dimensionierte Aussparun-
gen verfuigen, zwischen zwei rotierenden, mit einem Po-
liertuch belegten Poliertellern, wobei zwischen den Po-
liertellern ein Arbeitsspalt gebildet wird, in Gegenwart ei-
nes Poliermittels auf einer durch die Maschinen und Pro-
zessparameter vorbestimmten Bahn bewegt und da-
durch poliert.

[0004] Beim DSP liegen die Arbeitsschichten in Form
von Poliertlichern vor, und diese sind klebend, magne-
tisch, formschlissig (beispielsweise mittels Klettver-
schluss) oder mittels Vakuum auf den Arbeitsscheiben,
welche beim DSP auch als sog. Polierteller bezeichnet
werden, befestigt. Beide Polierteller einer DSP-Anlage
sind mit Poliertliichern beklebt. Um eine hohe Qualitat
derBearbeitung durch DSP zu gewahrleisten, sollten bei-
de Poliertlicher blasenfrei aufgeklebt sein. Dabei ist es
wichtig, dass das Poliertuch tiber den gesamten Polier-
teller gleichmaRig stark haftet. Um die notwendige Haf-
tung des Klebers zu erreichen, werden die Polierteller
nach dem Aufkleben von Poliertiichern fiir eine bestimm-
te Zeit unter Druck zusammengefahren. Dieser Prozess
wird auch Tuchpressen genannt. Durch das Pressen ver-
flieRt der Kleber und haftet besser. Entsprechende Ver-
fahren zum Tuchpressen sind beispielsweise aus EP 1
775 068 A1 und aus US 2008/0248728 A1 bekannt.
[0005] Aus US 2001/0014570 A1 ist ein Verfahren zur
Herstellung einer Halbleiterscheibe mit einer Vorderseite
und einer Riickseite und einer polierten Kante bekannt,
umfassend ein gleichzeitiges Polieren der Vorderseite
und der Riickseite der Halbleiterscheibe unter kontinu-
ierlicher Zufiihrung eines alkalischen Poliermittels zwi-
schen zwei sich drehenden unteren und oberen Polier-
tellern, die beide mit einem Poliertuch bedeckt sind, wo-
bei beide Poliertlicher im Wesentlichen aus einem poro-
sen homogenen, faserfreien Polymerschaum bestehen
und das Poliertuch des unteren Poliertellers eine glatte
Oberflache und das Poliertuch des oberen Poliertellers
eine durch Kanale unterbrochene Oberflache ausweist.
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[0006] Das am oberen Polierteller haftende Poliertuch
ist mit einem Netzwerk an Kanalen durchsetzt, wahrend
das am unteren Polierteller haftende Poliertuch keine sol-
che Texturierung, sondern eine glatte Oberflache auf-
weist. Durch diese Texturierung wird eine verbesserte
Verteilung des eingesetzten Poliermittels erreicht, was
einen Einfluss auf die Qualitdt der polierten Schei-
benkanten hat.

[0007] Die Kanale lassen sich beispielsweise durch ei-
nen materialentfernenden Frasvorgang auf das Polier-
tuch aufbringen. Bevorzugt besitzt das obere Poliertuch
eine regelmaRige schachbrettartige Anordnung von Ka-
nalen mit einer SegmentgrofRe von 5 mm X 5 mm bis 50
mm X 50 mm und einer Kanalbreite von 0,5 bis 2 mm.
[0008] Poliertiicher kdnnen aus einem thermoplasti-
schen oder hitze-hartbaren Polymer bestehen. Als Ma-
terial fir geschaumte Poliertiicher (foamed pads) kommt
eine Vielzahl an Werkstoffen in Betracht, z.B. Polyure-
thane, Polycarbonat, Polyamid, Polyacrylat, Polyester
usw. Ein aus einem Polymer hergestelltes Poliertuch wird
beispielsweise in US 2008/0102741 A1 offenbart.
[0009] Poliertlicherkdnnen aberauch aus verschaum-
ten Platten oder Filz- oder Fasersubstraten, die mit Po-
lymeren impragniert sind, bestehen (Vliesstoff-Tuch,
nonwoven pad). Ein solches Tuch ist beispielsweise in
US 5,510,175 A beschrieben.

[0010] Beim Aufkleben der Poliertiicher kann es ge-
maRk US 2014/0206261 A1 von Vorteil sein, die Polier-
teller zu erwdrmen, da sich durch die Erwarmung der
Polierteller die Viskositat des Klebefilms bei gleichzeiti-
ger Verbesserung der Haftbarkeit des Klebefilms verrin-
gert. AnschlieBend erfolgt die Abkiihlung des mit dem
Poliertuch belegten Poliertellers von der fiir das Aufkle-
ben eingestellten Temperatur auf die gewlinschte Pro-
zesstemperatur Uiber einen Zeitraum von mindestens 3
Stunden, wobei wahrend des gesamten Abkuhlvorgan-
ges das Poliertuch mit einem Druck von mindestens 10
000 Pa gegen den jeweils gegeniberliegenden Polier-
teller gedriickt wird.

[0011] Insbesondere bei der Verwendung von harten,
wenig kompressiblen Poliertiichern besteht allerdings
das Problem, dass nach dem herkdmmlichen Tuchpres-
sen oftmals keine gleichmaRige Haftung der Poliertiicher
an den Poliertellern erzielt wird. Dies hangt damit zusam-
men, dass zwischen dem oberen und unteren Polierteller
ein Polierspalt, der sich aus dem jeweiligen Abstand zwi-
schen dem oberen und unteren Poliertuch ergibt, von bis
zu 300 wm besteht. Die ungleichmaflige Haftung der Po-
lierticher macht sich ohne GegenmalRnahmen auch bei
der Qualitat der polierten Halbleiterscheiben bemerkbar.
[0012] AusWO 2018/086912 A1 ist ein Verfahren zum
beidseitigen Polieren einer Halbleiterscheibe bekannt,
wobei auf oberem und unterem Polierteller Poliertiicher
einer Harte bei Raumtemperatur von mindestens 80°
nach Shore A und mit einer Kompressibilitdt bei Raum-
temperatur von weniger als 3 % befestigt werden, wobei
eine Halbleiterscheibe zwischen oberem und unterem
Poliertuch beidseitig poliert wird, dadurch gekennzeich-
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net, dass zum Befestigen der Poliertlicher auf oberem
und unterem Polierteller die Poliertiicher auf oberes und
unteres Polierteller geklebt werden, zwischen den bei-
den aufgeklebten Poliertiichern als Zwischenlage ein
Tuch mit einer Kompressibilitdt bei Raumtemperatur von
mindestens 3 % positioniert wird und anschlieRend die
beiden Poliertiicher mit dem zwischen ihnen befindlichen
Tuch flr einen bestimmten Zeitraum aneinander ge-
presst werden.

[0013] Allerdings hat sich gezeigt, dass bei Verwen-
dung eines mit Kanalen durchsetzten Poliertuchs geman
US 2001/0014570 A1 und Anwendung des aus WO
2018/086912 A1 bekannten Tuchpressens die Geome-
trie der polierten Scheibe schlechter ist als bei Verwen-
dung eines glatten Poliertuchs.

[0014] Die Schrift DE 102019 213 657 A1 schlagt vor,
zum Andriicken des Poliertuchs aufden Polierteller meh-
rere Birsten zu verwenden, die so auf dem Poliertuch
positioniert werden, dass sie gleichzeitig Druck auf das
Poliertuch austiben.

[0015] Es hatsich jedoch gezeigt, dass dieses Verfah-
ren offenbar nicht voll umfanglich ausreicht, um das Po-
liertuch perfekt auf den Polierteller anhaften zu lassen,
ohne dabei die Geometrie des Poliertellers zu verandern.
Insbesondere die perfekte Wiederholbarkeit des Vorgan-
ges wurde offenbar durch das Verfahren limitiert, das
heil3t, dass nicht jede Polierfahrt mit neu angebrachten
Poliertuch identische und perfekte Ergebnisse liefert.
[0016] Aus dieser Problematik ergab sich die Aufga-
benstellung der Erfindung.

[0017] Die Aufgabe wird geldst durch das in den An-
spriichen dargelegte Verfahren.

[0018] In einer Ausfiihrungsform handelt es sich um
eine Einseitenpolitur wie z.B. ein CMP-Verfahren.
[0019] In einer anderen Ausfiihrungsform handelt es
sich um eine DSP-Politur, also um ein gleichzeitiges Po-
lieren der Vorderseite und der Riickseite einer Halblei-
terscheibe unter kontinuierlicher Zufiihrung eines alkali-
schen Poliermittels zwischen zwei sich drehenden unte-
ren und oberen Poliertellern.

[0020] Bei DSP sind beide Polierteller mit einem Po-
liertuch belegt, wobei in einer Ausfiihrungsform das Po-
liertuch des unteren Poliertellers eine glatte Oberflache
und das Poliertuch des oberen Poliertellers eine durch
Kanale unterbrochene Oberflache ausweist.

[0021] Zum Befestigen der Poliertiicher auf oberem
und unterem Polierteller werden die Poliertiicher auf den
oberen und unteren Polierteller geklebt, wobei die jewei-
lige Oberflache des Poliertellers erfindungsgemafl mit
einer Flissigkeit benetzt wird bevor das Poliertuch auf
den Poliertellern platziert wird. Beim oberen Polierteller
wird zunachst das Poliertuch mit der Flissigkeit benetzt,
bevor das Poliertuch mit dem oberen Polierteller in Kon-
takt gebracht wird. Die Flissigkeit, die zwischen Polier-
tuch und Polierteller dabei eingeschlossen wurde, wird
durch leichtes Anpressen zum Rand des Poliertuches
bewegt und so entfernt, wobei das Poliertuch besonders
bevorzugt mittels mehrerer Birsten simultan an die Po-
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lierteller angepresst wird.

[0022] Der Erfindung liegt die Beobachtung zugrunde,
dass Poliertlicher, die auf den Polierteller aufgebracht
werden, ohne dass vorher der Polierteller mit einer Flis-
sigkeit benetzt werden, Probleme bei der Geometrie der
polierten Halbleiterscheiben hervorrufen kdnnen. Es wird
vermutet, dass kleine Lufteinschliisse zwischen Tuch
und Polierteller die beobachteten negativen Einflisse
hervorrufen.

[0023] Bei der Doppelseitenpolitur zum Beispiel fihrt
dies dazu, dass sich die Geometrie der polierten Halb-
leiterscheibe leicht verschlechtert. Insbesondere die Dif-
ferenz aus vorderseitenbezogenem ZDD (= zweifache
Ableitung der Héhe senkrecht von der Medianebene zur
Vorderseite der Halbleiterscheibe) und riickseitenbezo-
genem ZDD ist leicht verschlechtert. Der ZDD beschreibt
die mittlere Krimmung am Rand einer Oberflache der
Halbleiterscheibe und ist in SEMI M68-1015 definiert.
[0024] Das erfindungsgemafRe Verfahren zum Anbrin-
gen eines Poliertuches an einen Polierteller in einer Po-
liermaschine zum Polieren von Halbleiterscheiben um-
fasst das Benetzen des Poliertellers mit einer Flussigkeit,

das in Kontaktbringen des Poliertuches mit dem Po-
lierteller, wobei sich Teile der Flissigkeit zwischen
Polierteller und Poliertuch befinden;

und das lokale Andriicken des Poliertuches an den
Polierteller, so dass die Flussigkeit zwischen Polier-
teller und Poliertuch zum Rand des Poliertuches
transportiert wird.

[0025] Die verwendete Flissigkeit besteht bevorzugt
aus Wasser. Ganz besonders bevorzugt wird dem Was-
ser Isopropanol mit einer Konzentration von nicht weni-
ger als 10 Vol% und nicht meht als 30 Vol% beigeflgt.
[0026] Bevorzugt werden wahrend des lokalen Andri-
ckens des Poliertuches auf den Polierteller mehrere
Birsten verwendet, um die Flussigkeit zwischen Polier-
teller und Poliertuch zum Rand des Poliertuches zu trans-
portieren.

[0027] Es hat sich gezeigt, dass es besonders vorteil-
haft ist, wenn die Temperatur des Poliertellers beim An-
bringen des Poliertuches bevorzugt zwischen 18°C und
48°C eingestellt wird.

[0028] Nach dem Entfernen der Flussigkeit zwischen
Polierteller und Poliertuch wird das Tuch mittels Biirsten
(entsprechend Stand der Technik) angepresst. Der
Druck, den die Birsten auf das Poliertuch auf dem Po-
lierteller dabei austiben betragt bevorzugt zwischen
1000 Pa und 7500 Pa.

Patentanspriiche

1. Verfahren zum Anbringen eines Poliertuches an ei-
nen Polierteller in einer Poliermaschine zum Polie-
ren von Halbleiterscheiben umfassend das Benet-
zen des Poliertellers mit einer Flissigkeit;
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das in Kontaktbringen des Poliertuches mit dem
Polierteller,

wobei sich Teile der Flissigkeit zwischen Po-
lierteller und Poliertuch befinden;

das lokale Andriicken des Poliertuches an den 5
Polierteller, so dass die Fliissigkeit zwischen
Polierteller und Poliertuch zum Rand des Polier-
tuches transportiert wird.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 70
zeichnet, dass die Flissigkeit aus Wasser besteht.

Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Flissigkeit aus
einer Mischung aus Wasser und Isopropanol mit ei- 15
ner Konzentration nicht weniger al 10 Vol% und nicht
mehr als 30 Vol% besteht.

20

25

30

35

40

45

50

55



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

EP 4 212 280 A1

9

Europdisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

N

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)

EUROPAISCHER RECHERCHENBERICHT

EINSCHLAGIGE DOKUMENTE

Nummer der Anmeldung

EP 22 15 1116

Kategorid Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, Betrifft KLASSIFIKATION DER
der maRBgeblichen Teile Anspruch ANMELDUNG (IPC)
X JP 2007 313587 A (SUMCO TECHXIV CORP) 1,2 INV.
6. Dezember 2007 (2007-12-06) B24B37/20
A * Absatze [0001], [0070] - [0073]; 3
Anspruch 1 *
A,D EP 1 775 068 Al (FUJIKOSHI MACHINERY CORP |1-3
[JP]) 18. April 2007 (2007-04-18)
* das ganze Dokument *
A,D DE 10 2019 213657 Al (SILTRONIC AG [DE]) 1-3
11. Marz 2021 (2021-03-11)
* das ganze Dokument *
A DE 102 39 774 Al (WACKER SILTRONIC 1-3

HALBLEITERMAT [DE])
27. November 2003 (2003-11-27)
* das ganze Dokument *

RECHERCHIERTE
SACHGEBIETE (IPC)

B24B
HO1lL
Der vorliegende Recherchenbericht wurde fir alle Patentanspriiche erstellt
Recherchenort AbschluBdatum der Recherche Prifer
Miinchen 1. Juli 2022 Endres, Mirja

KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE

X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet nach dem Anmeldedatum veréffentlicht worden ist
Y
anderen Veréffentlichung derselben Kategorie : aus anderen Griinden angefiihrtes Dokument
A :technologischer Hintergrund s
O : nichtschriftliche Offenbarung & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, libereinstimmendes
P : Zwischenliteratur Dokument

: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundséatze
: dlteres Patentdokument, das jedoch erst am oder

T
E

: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer D : in der Anmeldung angeflihrtes Dokument
L




10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

EPO FORM P0461

EP 4 212 280 A1

ANHANG ZUM EUFjOPAISCHEN RECHERCHENBERICHT
UBER DIE EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG NR.

EP 22 15 1116

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten européaischen Recherchenbericht angefiihrten

Patentdokumente angegeben.

Die Angaben (iber die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europaischen Patentamts am

Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewahr.

01-07-2022

Im Recherchenbericht
angeflhrtes Patentdokument

Datum der
Verdffentlichung

Mitglied(er) der
Patentfamilie

Datum der
Verdffentlichung

JP 2007313587 A 06-12-2007 KEINE

EP 1775068 Al 18-04-2007 CN 1951634 A 25-04-2007
EP 1775068 Al 18-04-2007
JP 4796813 B2 19-10-2011
JP 2007105854 A 26-04-2007
KR 20070042077 A 20-04-2007
MY 137884 A 31-03-2009
W 200716304 A 01-05-2007
us 2007087671 Al 19-04-2007

DE 102019213657 Al 11-03-2021 CN 213999042 U 20-08-2021
DE 102019213657 Al 11-03-2021

DE 10239774 Al 27-11-2003 KEINE

Fir nahere Einzelheiten zu diesem Anhang : sieche Amtsblatt des Européischen Patentamts, Nr.12/82




EP 4 212 280 A1
IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFUHRTE DOKUMENTE
Diese Liste der vom Anmelder aufgefiihrten Dokumente wurde ausschlie3lich zur Information des Lesers aufgenommen

und ist nicht Bestandteil des europdischen Patentdokumentes. Sie wurde mit gréter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA tibernimmt jedoch keinerlei Haftung fiir etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgefiihrte Patentdokumente

+ US 5916016 A [0002]  US 20080102741 A1 [0008]

« EP 0208315 B1 [0003] « US 5510175 A [0009]

« EP 1775068 A1 [0004] * US 20140206261 A1 [0010]

* US 20080248728 A1[0004] « WO 2018086912 A1 [0012] [0013]
 US 20010014570 A1 [0005] [0013]  DE 102019213657 A1 [0014]



	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Recherchenbericht
	Aufgeführte Dokumente

